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表 2.1無鉛焊料候合金系與特徵[4] 

基 本 

元 素 

第 二 

元 素 

添 加 

元 素 
特               徵 問   題   點 

Bi 
Ag 

Cu 

融點較低 

強度較強 

融溶溫度較低 

合金硬、脆、加工性差(錫

絲製造困難) 

接合強度、耐疲勞強度

差 

Ag 

Cu 

Bi 

In 

具有優良的耐疲勞性

強度較強 

融溶溫度區域狹窄 

融點較高 

Zn 
Bi 

In 

比較接近 Sn-Pb共晶 

焊材融點強度較強 

融溶溫度區域狹窄 

成本較低 

迴焊性極端不良 

經時變化激烈 

資源回收困難 

Sn 

In Ag 融點較低 

產量極少、成本極高 

經時變化激烈 

資源回收困難 

群組特性不加 

Sn系 
無毒性的問題 

充分的供給性 

Ag、蝕銀機率增加 

加工性差 

(錫絲製造困難) 
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表 3.1熱循環測試建議的溫度範圍 [21,p.5] 

 

 

表 3.2焊墊表面處理建議 [22,p.20] 
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表 5.1 AIM(Sn/Ag3.8-4.0/Cu0.5-0.7)規格 
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表 5.2 南亞樹酯 BT印刷電路板板材規格 
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表 6.1 IMC的厚度(μm)與老化(aging)時間的關係 

 ENIG OSP(Cu side) OSP(solder side) 

120 hour 1.1556 1.1721 2.3829
240 hour 1.327 1.6967 2.401
480 hour 2.2428 2.1497 2.4351
720 hour 2.3586 3.0473 4.1706

1000 hour 2.6254 3.0518 4.2267

EDX分析Cu-Ni-(Au)-Sn   Cu3Sn      Cu6Sn5  

 
表 6.2 常溫下(25℃)老化與高溫(150℃)老化的剪力強度測試 

a. 常溫老化(25°C)剪力推球強度(gf) 

  ENIG(25°C) ENIG標準差 OSP(25°C) OSP標準差 

0hour 370.83 32.12 499.46 42.11 
120hour 347.88 23.55 495.21 19.12 
240hour 345.02 42.87 487.69 24.56 
480hour 321.58 29.76 502.25 35.17 
720hour 324.68 33.45 489.27 27.42 
960hour 320.07 22.14 497.16 42.13 

 

b.高溫老化(150°C)剪力推球強度(gf) 

 ENIG(25°C) ENIG標準差 OSP(25°C) OSP標準差 

0hour 370.83 32.12 499.46 42.11 
120hour 382 24.14 460.12 35.12 
240hour 357.23 24.56 425.25 33.12 
480hour 342.42 28.12 455.98 40.77 
720hour 356.42 25.44 445.12 37.34 
960hour 300.14 33.1 440.13 37.13 

1200hour 306.23 23.42 450.12 23.45 
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表 6.3 OSP表面處理下可靠度分析比較 

公式試算 

 

 

 

 

 

 

可靠度軟體試算 

  OSP OSP-IMC OSP-120℃ 
  ? ß ? ß ? ß 
5mm 4155.3 9.8756 3498 7.434 2222.8 5.18 
6mm 1770 7.063 1744.5 6.242 1454.2 5.82 
7mm 959 2.96 668.45 4.322 703.8 3.85 

 

表 6.4 ENIG表面處理下可靠度分析比較 

   公式試算 

 
 
 
 
 

         

可靠度軟體試算 

  Au Au-IMC Au-120℃ 

  ? ß ?  ß ?  ß 

5mm 2716.72 6.79 2144.56 8.22 1853.79 5.64 

6mm 1475.38 6.68 950.36 7.15 1522.09 8.27 

7mm 1008.72 6.61 625.94 8.25 727.32 4.16 

 

  OSP OSP-IMC OSP-120℃ 
  ? ß ? ß ? ß 
5mm 4147.56 10.13 3475.9 9.01 2197.6 7.12 
6mm 1764.21 7.97 1732.84 6.69 1444.76 7.18 
7mm 946.93 3.72 659.9 5.36 700.36 4.31 

 Au Au-IMC Au-120℃ 

 ?  ß ?  ß ?  ß 

5mm 2752 4.93 2141.9 6.72 1859 5.22 

6mm 1494 4.89 953.1 6.541 1528.1 7.332 

7mm 1009.34 6.31 632.67 7.94 730 3.82 
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表 6.5兩種不同表面處理在不同熱循環周次時間點的殘餘強度(kgf)比較 

 

  ENIG OSP 
0cycle 1.506 1.96

100cycle 1.11 1.475
200cycle 0.908 0.89
300cycle 0.945 0.9
400cycle 1.051 1.021
500cycle 1.026 1.036

 

表 6.6 ENIG表面處理在不同熱循環時間點的電阻值(mohm) 

  焊點 1 焊點 2 焊點 3 焊點 4 焊點 5 焊點 6 焊點 7 焊點 8 

0cycle 3.33 3.46 3.26 0 0 1 4.25 3.33
100cycle 3.45 3.55 3.6 0 0 1.1 4.32 3.35
200cycle 3.55 3.45 3.8 0 0 1.13 4.28 3.42
300cycle 3.56 3.72 3.62 0 0 1.14 4.36 3.45
400cycle 3.58 3.72 3.66 0 0 1.14 5.04 3.55
500cycle 4 3.73 3.65 0 0 1.15 5.08 3.55
 

表 6.7 OSP表面處理在不同熱循環時間點的電阻值(mohm) 

  焊點 1 焊點 2 焊點 3 焊點 4 焊點 5 焊點 6 焊點 7 焊點 8 

0cycle 30.12 31.12 30.69 31.11 70.12 70.35 71.37 70.35
100cycle 31.49 31.15 31.58 31.33 70.12 70.42 70.45 70.43
200cycle 32.35 32.33 31.16 31.1 70.69 71.43 69.97 70.04
300cycle 32.38 32.35 31.22 31.33 70.72 71.11 71.23 70.72
400cycle 32.32 31.12 31.73 31.06 70.19 71.12 71.13 70.78
500cycle 32.33 32.32 31.41 31.44 70.12 71.12 71.23 70.45
 


